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１．概要（Summary） 
最先端の医療現場においては、患者の情報を非侵襲

で収集可能な各種の小型センサが数多く必要とされてい

る。本研究では、患者の体に負担とならない超小型のシリ

コンセンサ実現にむけて、シリコンダイヤフラムを形成して

微小な可動構造を形成し、医療用センサを形成する。本

年度も改良を継続した。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】  
マスクレス露光装置（大日本科研社製, MX-1204） 
マスクアライナ（ミカサ社製 MA-10） 
【実験方法】 
 シリコンウェハとして SOI 基板を用い、BOX 層のエッチ

ングストップを利用して感度調整を実施する。本年度はダ

イヤフラムの膜厚を複数変化させて最適な特性が得られ

る条件を検討した。必要な特性は臨床応用における必要

な計測レンジで決定されるため、使用用途に応じて適宜

変更される必要がある。チップはフォトマスク 4枚で製作さ

れており、それぞれリソグラフィー工程を経て設計パター

ンを転写した。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
 Fig. 1 は製作した医療用センサデバイスの写真である。

4 回のリソグラフィー工程を経て、様々なパラメータを持

つデバイスを一括で同時に SOI ウェハ上に形成すること

ができている。加工寸法誤差は 5µm 以下に抑えられて

おり、良好な加工精度が実現されている。これにより、良

好なセンサ特性が得られると期待できる。Fig. 2 は評価

実験にむけてパッケージ化された医療用センサの写真

である。評価の結果、想定された用途に十分な性能を満

たしている。これはチップ製作時の良好な加工精度によ

ってもたらされたといえる。 

 
Fig. 1 Picture of fabricated diaphragms on a wafer 
of SOI 

 

Fig. 2 Example of packaged sensor device 
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